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det werden, moglichst geringen t)lDergangswiderstand besitzen und 
gegen Oxydation moglichst widerstandsf ahig sein* Zu diesem Zweck 
werden sie vergoldet, wobei auf das KuDfer als harte, diffusions- 
hemmende Unterlage zunachst eine Nickel zwischenschicht aufgebracht 
wird, 

Schwierigkeiten treten an den tlbergangszonen zwischen der Zinn- 
legierungsscbicht und Mckelgoldschicht auf Grund der verschie- 
denen notwendigen galvanischen Behandlungen auf. 3ei den ubli- 
chen Verfabren werden zun'gchst die sr>ater wegzuatzenden Telle 
der Kupf erschicht nach dem Siebdruckverf ahren oder mittels eines 
f otograf ischen Verfahrens mit einer Lackschicbt liberzogen, die 
resistent gegeniiber den anschliefiend einwirkenden galvanischen 
Badern ist. Dann wird zunachst der die snateren Anschlufikontakt e 
tragende Rand vernickelt und anschlieSend vergoldet, indem die 
Leiterplatte Jewells nur bis zu der Ubergangszone zu den Leiter- 
zugen in die galvanischen Bader getaucht wird. 

Nach dem Vergolden werden die ver^oldeten Telle z.B. mit einem 
Klebeband abgedeckt und die Platte um 180° gedreht und die ubri- 
gen Telle, die die Leiterzu^e selbst darstellen, galvanisch mit 
einer Zinnbleilegierung beschichtet. Danach wird die abdecken- 
de Lackschicbt entfernt, so dafi die wegzuatzenden Kupf erschicht- 
bereiche freiliegen, und das freiliegende Kupfer in einem Atzbad, 
2.B« mittels Ammoniumperoxodisulf atlosung, weggeafczt. 

In der Ubergangszone zwischen der Ni-Au-Schichfc und der Pb-Sn- 
Schicht trr--en erf ahrungsgemafi haufig Fehler in den Lett erkonturen 
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Es ist auch bekannt, im Bereich der Steckanschliisse Gold auf 
einer verstarkten Kupf erschicht abzuscheiden. Hier treten beim 
anschlieUenden Atzen diirch EleTnentbildung zwischen Gold und 
Kupfer Unteratzungen auf, die zwar nicht zur Leitungsunterbre- 
chung fiihren muss en, aber unsaubere Konturen der Goldkontakte 
liefern, da bei geringen mechanischen Beanspruchiins:en die Gold- 
schicht am Rand der einzelnen Eontakte wegen Fehlens der Unter- 
lage abbricht. 

Aus diesen Grunden war es die Aufgabe der Erfindung, ein wirt- 
schaf tliches Yerfahren zur Herstellung der in der Einleitung 
bezeichneten Leiterplatten zu schaffen, das die Nachteile der 
bekannt.en Verfahren nicht aufweist. 

Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet , daB zunachst die Steck- 
anschliisse zusammen mit den Leiterziigen mit der at zbest Hndigen 
Zinnlegierung versehen werden, dafl nach dem Abatzen der librigen 
Flachenbereiche im Bereich der Steckanschl-iisse die Zinnlegierungs- 
schicht mechanisch entfernt wird und daB anschlieBend die Steck- 
anschliisse vernickelt und/oder vergoldet werden. 

Das erf indungsgerraBe Verf ahren wird im folgenden in einer be- 
sonderen Ausfuhrungsf orm, deren einzelne Verf ahrensschritte auf- 
gefiihrt sind, geschildert, 

1. Bedecken der wegzuatzenden Bereiche der Kupfergrundschicht 
mit einem isolierenden Lack oder dergleichen nach dem Sieb- 
druck- Oder einem f otographischen Verf ahren; 



10 9 8 2 0/1681 



- 6 - 



0 1690338 



Bereiche . im Zinnlegierungsbad galvanisch aujf die '^Sdllschiclit- 
starke verstarkt. Das Abdecken der Steckanschlusse im Schritt 5 
erleichtert spater das Entfernen der Zinnlegierun^^sschicht in 
diesem Bereich, - Im Schritt 4 wird zunacbst die Lackscbicht ent- 
fernt und werden die freigelegten Bereiche der Kupf ergrundschicbt 
weggeatzt. Nun sind alle fur Leitungsziige oder fiir Steckanschlus- 
se vorgesehenen Kupf erbereiche mit einer Zinnlegierungsschicht 
iiberzogen. AnschlieBend im Schritt 5 wird im Bereich der Stecker- 
anschlusse die Zinnschicht mechanisch entfernt, z.B. durch Bursten 
StrahLlsLDpen oder Schmirgeln, Im Schritt 6 wird die Leiter-olatte 
mit den Steckanschliissen nach unten in ein Vernickelungs- und an- 
schlieflend ein Vergoldungsbad getaucht. Et-^^aige Unregelm'^Big- 
keiten im tJbergangsbereich sind hierbei nicht mehr schadlich. 
Sollen sie trotzdem vermieden werden, so ist es- moglich, in der 
t^bergangs zone die Leitungsbahnen z-B. mit einem Plastikklebeband 
abzudecken und- so eine saubere tlbergangszone zwischen Nickel — 
bzw. Goldschicht und den ubrigen Leitungsbahnen zu erhalten, 

Dadurch, daB bei dem erf indungsgemaBen Verfahren vermieden wird, 
dafl eine mangelhafte ITickel- oder Goldschicht als Atzresist Ver- 
wendung findet und daB durch eine einheitliche metallische Atz- 
maske Stdrungen durch Elementbildung ausgeschaltet werden, ge- 
lingt es, die eingangs erwahnten Fehlermoglichkeiten zu vermei^den. 
Im Schritt 5 kann das Abdecken der Steckanschlusse auch entf alien, 
wenn dadurch keine Schwierigkeiten bei der Heratellung auf treten. 
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Abdecken ces f-:r die Steckanschl^^sse zur Vergoldung verge- 
sehenen Handber^eichs , z.B» mit einem Klebeband, und galva- 
nische Verstarkung des restlichen T'eils der galvanischen 
Besc-iichtung auf die Soil schicbtstarke ; 

Entrernen der Lackscbich-t und der Abdeckimg des Handbe- 
reiches und anscblieBend Wegatzen der freigelegten Bereiche 
der Kupf ergrundschicht ; 

. Mecbaniscbe Entf ernung der Zinnlegierungsscbicbt im fur 
die Steckeranschlusse- vorgesehenen Randbereich; 

• Vernickeln und Vergolden der im Bereicb der Steckanscblusse 
f reisrelegten Kupf ergrundschicht • 



10 9 8 2 0/1681 



